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行业走势图 

全球半导体产业联动上游设备材料，启动新一轮增长 
 

我们每周对于半导体行业的思考进行梳理，从产业链上下游的交叉验证给
予我们从多维度看待行业的视角和观点，并从中提炼出最契合投资主线的
逻辑和判断。 

回归到基本面的本源，从中长期维度上，扩张半导体行业成长的边界因子
依然存在，下游应用端以 5G/新能源汽车/云服务器为主线，具化到中国大
陆地区，我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的
“成长性”优于“周期性”考虑。 

SEMICON China 于 2021年 3月 17日至 19日在上海新国际博览中心举办。
在论坛与参展企业上，关于中国半导体设备材料发展情况的会后总结。 

全球半导体产业联动上游设备材料，启动新一轮增长。2020 年整体市场逐
渐回复，预计同比会有 7%以上的增长，达到 4398 亿美元；2021 年景气将
会持续优于 2020 年，预计同比达到 12%，达到 4929 亿美元。中国芯片自给
率低仍有很大的缺口，半导体产业链自主可控成为发展核心。自主可控成为
国家发展半导体产业的重中之重，其中发展国内的半导体制造的设备和材料
是发展产业链自主可控的重要方向。根据 SEMI 的预测，2021 年全球半导
体设备市场 719 亿美元，中国占比高为国内设备企业带来较大的发展空间，
2021 年中国大陆半导体设备市场规模将会达到 168 亿，占全球半导体设备
市场比例的 23%；目前国内半导体设备处于 0 到 1 的突破阶段，在各个节点
都有所进展，但整体还有非常大的提升空间。根据 SEMI 的预测，2021 年
全球半导体材料市场 565 亿美元，中国产能占比仍有很大的提升空间。随
着中国半导体产业的发展，2021 年中国半导体材料市场规模预计达到 104
亿美元，成为全球第二大半导体材料市场，但中国产能占比仅 13%到 15%，
仍有很大的提升空间。 

国内半导体设备公司：新设备新工艺，实现 0 到 1 到 N 突破。（1）中微公
司：展出最新双反应台 ICP Primo Twin-Star 设备，目前已收到来自国内领
先客户的订单，首台设备已交付客户投入生产，由于产品拥有很好的刻蚀均
匀性及高深宽比刻蚀性能，投入生产的良率稳定。（2）北方华创：8 寸、12
寸集成电路领域设备及工艺解决方案，应用领域覆盖集成电路 IC、功率器
件、先进封装、微机电系统、半导体照明等。（3）盛美半导体：展出 Ultra C
清洗设备以及 Ultra ECP Map 电镀设备，大幅度提高生产效率，达到低耗材
成本 COC 和运行成本 COO 的优势。（4）华海清科：展出 Universal-300T
化学机械抛光设备，满足 28nm 以下逻辑工厂以及 1xnm 存储工厂等各种工
艺需求。 

国内半导体硅片公司：12 寸晶圆下一步重点方向。（1）沪硅产业：全球化
布局，形成中欧两地的跨国企业。其中子公司上海新昇通过自主研发，解决
国内300mm半导体硅片依赖进口的局面，目前已经形成比较大规模的生产。
（2）中环股份：区熔单晶硅、直拉单晶硅、硅抛光片，12 英寸硅片 2020
年开始投产。 

我们建议关注主要海内外半导体产业链上的设计、制造企业。建议关注：
ASM Pacific/长川科技/北方华创/雅克科技/华懋科技/晶瑞股份/洁美科技/
卓胜微/思瑞浦/新洁能/中芯国际(港)/华虹半导体(港) 

风险提示：疫情继续恶化；贸易战影响；需求不及预期 
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主要观点 

我们每周对于半导体行业的思考进行梳理，从产业链上下游的交叉验证给予我们从多维度
看待行业的视角和观点，并从中提炼出最契合投资主线的逻辑和判断。 

回归到基本面的本源，从中长期维度上，扩张半导体行业成长的边界因子依然存在，下游
应用端以 5G/新能源汽车/云服务器为主线，具化到中国大陆地区，我们认为“国产替代”
是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。 

SEMICON China 于 2021 年 3 月 17 日至 19 日在上海新国际博览中心举办。在论坛与参
展企业上，关于中国半导体设备材料发展情况的会后总结。 

全球半导体产业联动上游设备材料，启动新一轮增长。2020 年整体市场逐渐回复，预计同
比会有 7%以上的增长，达到 4398 亿美元；2021 年景气将会持续优于 2020 年，预计同比
达到 12%，达到 4929 亿美元。中国芯片自给率低仍有很大的缺口，半导体产业链自主可控
成为发展核心。自主可控成为国家发展半导体产业的重中之重，其中发展国内的半导体制
造的设备和材料是发展产业链自主可控的重要方向。根据 SEMI 的预测，2021 年全球半导
体设备市场 719 亿美元，中国占比高为国内设备企业带来较大的发展空间，2021 年中国
大陆半导体设备市场规模将会达到 168 亿，占全球半导体设备市场比例的 23%；目前国内
半导体设备处于 0 到 1 的突破阶段，在各个节点都有所进展，但整体还有非常大的提升空
间。根据 SEMI 的预测，2021 年全球半导体材料市场 565 亿美元，中国产能占比仍有很大
的提升空间。随着中国半导体产业的发展，2021 年中国半导体材料市场规模预计达到 104

亿美元，成为全球第二大半导体材料市场，但中国产能占比仅 13%到 15%，仍有很大的提
升空间。 

国内半导体设备公司：新设备新工艺，实现 0 到 1 到 N 突破。（1）中微公司：展出最新
双反应台 ICP Primo Twin-Star 设备，目前已收到来自国内领先客户的订单，首台设备已
交付客户投入生产，由于产品拥有很好的刻蚀均匀性及高深宽比刻蚀性能，投入生产的良
率稳定。（2）北方华创：8 寸、12 寸集成电路领域设备及工艺解决方案，应用领域覆盖集
成电路 IC、功率器件、先进封装、微机电系统、半导体照明等。（3）盛美半导体：展出
Ultra C 清洗设备以及 Ultra ECP Map 电镀设备，大幅度提高生产效率，达到低耗材成本
COC 和运行成本 COO 的优势。（4）华海清科：展出 Universal-300T 化学机械抛光设备，
满足 28nm 以下逻辑工厂以及 1xnm 存储工厂等各种工艺需求。 

国内半导体硅片公司：12 寸晶圆下一步重点方向。（1）沪硅产业：全球化布局，形成中
欧两地的跨国企业。其中子公司上海新昇通过自主研发，解决国内 300mm 半导体硅片依
赖进口的局面，目前已经形成比较大规模的生产。（2）中环股份：区熔单晶硅、直拉单晶
硅、硅抛光片，12 英寸硅片 2020 年开始投产。 

 

 

 

 

 

 

 

 

我们建议关注主要海内外半导体产业链上的设计、制造企业。建议关注：ASM Pacific/长
川科技/北方华创/雅克科技/华懋科技/晶瑞股份/洁美科技/卓胜微/思瑞浦/新洁能/中芯国
际(港)/华虹半导体(港) 
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1. 全球半导体产业联动上游设备材料，启动新一轮增长 

全球半导体市场 2021 年有望达到 4929 亿美元，同比提升 12%。2020 由于 5G/AI/IOT

的普及、汽车行业景气复苏、疫情带来的居家办公需求等下游应用持续向好，带动半
导体需求持续提升，预计整体景气将会持续到 2021 年。回顾过去 3 年，根据 Semi

发布的数据，2018年全球半导体市场规模达到4776亿美元是过去十年来的高点；2019

年由于内存市场供需市场以及终端设备市场需求疲软，导致整体半导体市场规模下滑
至 4117 亿美元；2020 年整体市场逐渐回复，预计同比会有 7%以上的增长，达到 4398

亿美元；2021 年景气将会持续优于 2020 年，预计同比达到 12%，达 4929 亿美元。 

中国作为半导体需求大国，需求增长将会持续。回顾半导体产业历史，历经 2 次产业
转移，从美国到日本再到韩国及中国台湾；现在处于第三次转移，全球半导体行业的
重心将会往中国大陆。随着半导体技术以及下游应用的不断发展和进步，中国已经成
为全球半导体消费大国，在全球半导体市场中占比超过 50%。中国市场的快速增长，
是全球集成电路发展的主要动力之一。 

中国芯片自给率低仍有很大的缺口，半导体产业链自主可控成为发展核心。2019 年
国内芯片自给率仅有 30%左右，尤其受到中美贸易战的影响，自主可控成为国家发展
半导体产业的重中之重，其中发展国内的半导体制造的设备和材料是发展产业链自主
可控的重要方向。 

图 1：全球半导体市场规模 

 

资料来源：SEMI，天风证券研究所 

下游旺盛需求将会传导至上游，半导体设备材料市场规模将会持续增长。半导体下游
需求旺盛，导致晶圆出现严重紧缺，预计需求将会持续发烧；因应旺盛的需求，制造
商提高 2021 年资本支出，我们以全球代工龙头台积电为例，2021 年资本支出目标创
历史新高，达到 250亿至 280亿美元；资本支出目标的提升将会带动设备材料的需求。 

全球半导体设备市场 719 亿美元，中国占比高为国内设备企业带来较大的发展空间。
根据 SEMI 的预测，预计 2020 全球半导体设备市场规模将会达到 689 亿美元，相较
于 2019 年的 596 亿美元，同比增长 16％，预计全球半导体制造设备市场将继续增长，
2021 年预计突破 700 亿美元，达到 719 亿美元。随着国内晶圆代工厂以及存储投资的
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推动下，2021 年中国大陆半导体设备市场规模将会达到 168 亿，占全球半导体设备市场
比例的 23%。但全球半导体设备厂商排名，前十名几乎被海外企业垄断；目前国内半导体
设备处于 0 到 1 的突破阶段，国内企业包含中微公司、北方华创、盛美半导体、华海清科
等，在各个节点都有所进展，但整体还有非常大的提升空间。 

图 2：全球半导体设备市场规模以及按照地区拆分的市场规模 

 
资料来源：SEMI，天风证券研究所 

全球半导体材料市场 565 亿美元，中国产能占比仍有很大的提升空间。半导体材料是
半导体产业发展的基础，包含主要有硅片、光掩膜、光刻胶、溅射靶、抛光液等。根
据 SEMI 预计，2020 年全球半导体材料市场达 539 亿美元，同比增长 2.2%，其中中
国大陆市场增速高于全球市场增速，达到 9.2%，也是全球唯二增长的市场；2021 年
将会保持增长，预计 2021 年将会达到 565 亿美元，总体市场规模会再次创历史新高。
随着中国半导体产业的发展，2021 年中国大陆半导体材料市场规模预计达到 104 亿
美元，成为全球第二大半导体材料市场；但是全球半导体材料被日本企业占据，中国
占全球产能的 13%到 15%，仍有很大的提升空间。 

图 3：全球半导体材料市场规模以及按照地区拆分的市场规模 

 

资料来源：SEMI，天风证券研究所 
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2.  国内半导体设备公司：新设备新工艺，实现 0 到 1 到 N 突破 

中微公司：Semicon China 展出最新双反应台 ICP Primo Twin-Star 设备 

Primo Twin-Star 是基于电感耦合等离子体（ICP）技术并使用双反应腔体的 12 寸刻蚀设
备，主要应用于 1X nm 及以下的逻辑和存储刻蚀。设备可外挂 3 个 chamber，最多可以
配置到 6 个刻蚀反应腔。凭借创新的反应腔设计，产品拥有以下特点：（1）通过采用多区
温控静电吸盘（ESC）可以使关键尺寸达到高度均匀性；（2）发射天线采用低电容耦合 3D

线圈，各 chamber 可以实现离子浓度和能量的高独立控制；（3）反应腔内部图有高致密性、
耐等离子体侵蚀的材料，可以达到更好的工艺重复性和生产效率；（4）延续双反应台高效
率、低成本的特性，相较于其他同类设备相比，拥有更小的占地面积、更低的生产成本、
更高的的输出效率等优势。目前公司该刻蚀设备已收到来自国内领先客户的订单，首台设
备已交付客户投入生产，由于产品拥有很好的刻蚀均匀性及高深宽比刻蚀性能，投入生产
的良率稳定。 

图 4：中微公司 ICP Primo Twin-Star 设备  图 5：中微公司 ICP Primo Twin-Star 设备相关参数 

 

 

 

资料来源：中微公司官网，天风证券研究所  资料来源：中微公司官网，天风证券研究所 

中微公司参股的沉积设备公司沈阳拓荆，展示 3D NAND PECVD及 12英寸 PECVD 设备。
拓荆科技股份有限公司成立于2010年 4月，公司拥有自主知识产权并包含12英寸PECVD

（等离子体化学气相沉积设备）、ALD（原子层薄膜沉积设备）、3D NAND PECVD（三维
结构闪存专用 PECVD 设备）三个完整系列产品，应用领域覆盖集成电路前道和后道、TSV

封装、光波导、LED、3D-NAND 闪存、OLED 显示等高端技术领域。 

图 6：12 英寸 3D-NAND PECVD 设备 

 

资料来源：沈阳拓荆官网，天风证券研究所 
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北方华创：8 寸、12 寸集成电路领域设备及工艺解决方案 

北方华创 8 寸集成电路领域设备及工艺解决方案包含，硅刻蚀机、金属刻蚀机、通用物理
气相沉积系统、单片常压硅外延系统、立式低温退火系统、全自动槽式清洗机等。12 寸集
成电路领域设备及工艺解决方案包含加热型原子沉积系统、单片退火系统、立式氧化系统、
立式低压化学气相沉积系统、立式低温退火系统等；应用领域覆盖集成电路 IC、功率器件、
先进封装、微机电系统、半导体照明等。 

图 7：北方华创设备系列 

 
资料来源：北方华创官网，天风证券研究所 

盛美半导体：Semicon China 展出 Ultra C 清洗设备以及 Ultra ECP Map 电镀设备 

1）SAPS 兆声波清洗设备：应用领域包含深沟道清洗、CMP 后清洗、Hard Mask 沉
积后清洗、Contact/Via 刻蚀后清洗、Barrier Metal 沉积前清洗、晶圆回收清洗、
EPI 沉积前清洗以及 ALD 沉积前清洗。Ultra C SAPS V 延续 Ultra C SAPS II，可达

到双面清洗，最多可配置 5 种清洗药液，包含 DHF SC1, SC2, DIO3, BOE, Solvent, 
HF/HNO3 等，最多配置 8 个腔体提升至 12 个腔体，产能也从 225WPH 提升至
375WPH，大幅度提高生产效率。 

2）Ultra ECP Map 多阳极局部电镀设备：应用于 12 寸晶圆，55/40/28 和 28 纳米
以下的大马士革铜金属层沉积。拥有脉冲局部电镀技术、适用于超薄种子层、高产能、
独立模块设计等优势，可以达到 WIWNU<1.5%及 WTWNU<1.5%的电镀均一性。
设备的配置上，最多可以配置 3 个 Load Port、最多可配至 4 个电镀腔体配备脉冲局
部电镀功能、最多可配至 4 个清洗腔体、最多可配至 8 个退火腔体，达到低耗材成本
COC 和运行成本 COO 的优势。 
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图 8：盛美半导体 Ultra C 设备  图 9：盛美半导体 Ultra ECP map 设备 

 

 

 

资料来源：盛美半导体官网，天风证券研究所  资料来源：盛美半导体官网，天风证券研究所 

华海清科：Semicon China 展出 Universal-300T 化学机械抛光设备 

华海清科成立于 2013 年，于 2019 年底，公司 CMP 设配稳定量产 12 寸晶圆突破 500 万
篇，目前已经形成 Universal-300 X 、 Universal-300 Dual 、 Universal-300Plus 、
Universal-200Plus 等系列产品，实现化学机械抛光、研磨设备规格型号的全覆盖，并在国
内外知名的集成电路生产线批量使用。 Universal-300 于 2015 年批量进入大生产线，是
国产首台 12 英寸 CMP 设备，满足 65~130nm Oxide/STI/Poly/Cu/W CMP 等各种工艺需
求。Universal-300T延续300X的基础上进行升级，可以满足28nm以下逻辑工厂以及1xnm

存储工厂 Oxide/ SiN/STI/Poly/Cu/W CMP 等各种工艺需求。 

图 10：华海清科 Universal-300X 设备 

 

资料来源：华海清科官网，天风证券研究所 

3. 国内半导体硅片公司：12 寸晶圆下一步重点方向 

沪硅产业：全球化布局，形成中欧两地的跨国企业。 

上海硅产业集团（沪硅产业）在上海有 2 家公司，收购芬兰的 Okmetic 并参股法国
Soitec，形成中欧两地的跨国企业。（1）上海新昇：通过自主研发创新解决国内 300mm

半导体硅片依赖进口的局面，目前已经形成比较大规模的生产；（2）上海新傲：国内
领先的硅外延片供应商，可以提供 4 到 8 寸高质量的硅外延产品以及外延加工服务，
产品应用于 SBD、VDMOS、IGBT、TVS 等分立器件以及 CMOS、Bipolar 等 IC；（3）
Okmetic，于 1985 年生产硅片并于 2001 年生产 SOI 晶圆，2016 年公司收购后成为
在欧洲重要的据点；（4）Soitec：公司作为并列第一大股东，能与上海新傲形成较好
的战略联动。 
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图 11：硅产业集团全球布局  图 12：上海新昇制造工艺 

 

 

 

资料来源：沪硅产业官网，天风证券研究所  资料来源：沪硅产业官网，天风证券研究所 

中环股份：区熔单晶硅、直拉单晶硅、硅抛光片 

中环股份 12 英寸硅片 2020 年开始投产。重/轻掺直拉硅单晶，可掺入特殊元素例如
镓（Ga）、锗（Ge），主要应用领域为各类集成电路、二极管、 三极管、绿色能源太
阳能电池等。重掺杂硅单晶，主要用作外延片的衬底材料，应用于制造超大规模集成
电路开关电源、肖特基、二极管和场控高频电力电子器件等特殊电子器件，该工艺采
用特殊掺杂装置及直拉工艺，可制备出电阻率极低的掺磷、砷、锑（P、Sb、As）的
重掺直拉硅单晶。区熔工艺拉制的单晶硅片，拥有低杂质含量、低缺陷密度，晶格结
构完整的特性，主要用于制作高反压器件和光电子器件。 

图 13：中环股份产品 

 

资料来源：中环股份官网，天风证券研究所 

4. 行情与个股 

我们再次以全年的维度考量，强调行业基本面的边际变化，行业主逻辑持续。半导体是景
气度向上中持续受益板块，重点把握今年三大投资主线，坚定看好成长动能 

我们认为，半导体行业迎来行业景气度向上叠加国产替代双重逻辑，建议投资者持续把握
三大投资主线 

1 看好重资产的封测/制造在需求拉动下的 ROE 回升带来 PB 修复。半导体行业成本费用利
润率、EBITDA/营业收入 2018 出现回升，预计未来将继续保持复苏提升趋势。固资累计折
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旧较为稳定，成本占比上下半年呈锯齿状波动，因此可预计 2020H2 固资折旧会有所下降。
固定资产周转率总体呈现上升，固资管理能力较强。封测板块将在 2020H2 迎来拐点，业
绩开始回升。制造板块企业在 2018 年遭遇寒冬后，2019 年景气度回暖，下游需求拉动各
项指标增长。半导体重资产封测/制造行业内主要公司业绩开始回升，我们看好重资产的封
测/制造在需求拉动下的 ROE 回升带来 PB 修复。重点推荐：中芯国际/长电科技/闻泰科技
/赛微电子/环旭电子/三安光电 

2 制造设备公司的需求结构性变化是短/中/长期逻辑仍然足够支撑的投资主线。中国制造
的产业趋势转移未变，国内晶圆厂建设的资本支出持续推进，大基金二期投资关注集成电
路产业链联动发展。二期基金更关注集成电路产业链的联动发展。在投向上，大基金二期
重点投向上游设备与材料、下游应用等领域。在关注 5G、AI 和物联网的同时，也将持续
关注刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域，持续推进半导体设备、材料企业与
半导体制造、封测企业的协同。建议关注：北方华创/华特气体（机械）/至纯科技/盛美半
导体/精测电子/天通股份（有色） 

3 下游需求全面向好，5G、车用半导体、IoT 和摄像头带来新增长点，存储周期有望迎来
拐点。5G 应用今年或迎快速发展，我们预计今年 5G 智能手机单机价值量提升，其中射频
前端成长比例最高，有关器件的成本和数量都会得到提升；同时在基站端，基站数量和单
个基站成本将会双双上涨，叠加将会带来市场空间的增长。此外，汽车电子化对半导体的
使用才刚开始，且该趋势在中国更加明显，受益领域主要集中在传感器、控制、处理器等
方面；5G 时代，各物联网终端尚不能直接支持 5G，但大部分 IoT 设备支持 wifi，5GCPE

有望成为 5G 时代新的流量入口；此外，5G 带动 AI 的发展，AI 进一步牵动摄像头相关技
术的进步，手机传感器硅含量显著提升。重点推荐：兆易创新/圣邦股份/北京君正/卓胜微
/苏试试验（军工） 

 

图 14：本周 DRAM 价格变化 单位：美元 

 

资料来源：DRAMexchange、天风证券研究所 

 

图 15：本周 NAND 价格变化 单位：美元 
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资料来源：DRAMexchange、天风证券研究所 

 

图 16：主要半导体公司涨跌幅 

 
资料来源：Wind、天风证券研究所 
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